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Ein Beispiel fur die Verwendung kleinster Bauteile:
Im Ohr Kopfhorer mit Blue Tooth Schnittstelle und Sensoren

BRAGI DASH HEARABLE

*  In-the-Ear Position Requires Small, 3D Assembly i
— Left and Right are almost mirror images p

Two Plastic Halves
— Main components on rigid-flex circuit that wraps
around coin battery
. 1I;JFMI antenna and battery soldered to rigid-
ex
— Separate flex circuit with heart rate sensor,
speaker and power/data contacts
» Connects to main assembly with connector

Power/Data Contacts

Main Rigid Flex Assembly
© Priemark Partners LLC

i T

BRAGI DASH HEARABLE - RIGHT DEVICE

NXP NFMI Transceiver NFMI Antenna

Optical
Touch
Bluetooth J&
Antenna
Invensense
Satiary Accel/Gyro/Mag
Contacts
CSR BT/ Toshiba
Audio/Touch 4GB eMMC
SoC
© Priemark Pariners LLC 139

Funktionen: Music Player + Schrittzahler + Pulsmessung + Anruf Annahme Smart Phone

ASM Assembly Systems
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GroRenvergleich kleinster SMT Bauteile : 0603, 0402“, 0201, 0402 m, 0201 m

Salz Kristalle
-
0402m metrisch (0,4 x 0,2 mm) :Q
_ :.§
0201m metrisch (0,25 x 0,125 mm) \\

0201“ (0,6 x 0,3 mm)

0603“ (1,5 x 0,75 mm)
0402“ (1,0 x 0,5 mm)
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W tdie Reise hin?

Bauteil Grof3e

35 - ' Submodule
A:JtEmOt')II( - Sensoren
5 Elektroni Horgeréate

__-

2,5
e 2
g
c
~ 15 —Lé&nge
1 — Breite

Chip Bauform
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Immer héhere Bestiickdichte

120
&
£
5 100
S 80
S
Q 60
—
c
s 0201
o GaplL 0.25mm
§ 40 GapW 0.15mm
S
3 20
T
o 0 z
0603

Typisch und erreichbar: 100 pum Gap v
Bestehende Anforderungen: 75 um Gap derzeit im Test
50 um Gap derzeit im Test

008004

GapL 0.20mm
GapW 0.12mm

01005

GaplL 0.22mm
GapW 0.12mm

Smaller size allows increased mounting density!
Contributes to more compact electronic devices.

0201
Component Size

01005

008004
0201m

Source: Internet Murata.com
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Bauteil Trend bei MLCC Kondensatoren

b eememe
(%)
60

50 2012M oosHl
1608M

40

30

20

10

1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020

+ Ultra-compact MLCC market (in which Murata has
large share) will expand. 0603 size will be used as
mainstream from 2017,

+ The usage of 0402 (0.4 x0.2mm) size will expand.

+ We started mass production of the world’s smallest
0201 size (0.25x0.125mm).

Source: Murata Report of ,,Information Meeting 2017“ published on Murata web-site

019
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0201m Bauteile verschiedener Hersteller

Herausforderung:
Unterschiedliche Anschlussflachen
Unterschiedliche Dicken
Unterschiedlicher Lot Bedarf
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Pipettefir.0201m Bauteile




Pickup
Touch less Pick-up

Pinette ¢ Q T { _____ : _______________________________ Pipette
Stgr;pt"' ; o ] [ - ] stoppt

Gurt
Normales Pick Up Touchless Pick Up
= Z-Achse fahrt nach unten bis = Z-Achse fahrt bis auf eine
das BE beruhrt wird bestimmte Hohe Uber dem
- Dann fahrt die Z-Achse nach Bauteil nach unten
oben und saugt das BE an - Das BE wird angesaugt und
fliegt an die Pipette
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AsM &3

0201m: Bestluck Prozess mit Kontaktloser Abholung des BE

0201im_R_pick_upavi
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. Wiederholbar exakte Abholung des Bauteils aus dem Gurt durch

automatische Taschen Erkennung und XY Abholposition Lernen

Automatische Korrektur der Abholposition
entsprechend dem gemessenen Versatz zwischen BE
und Pipetten Mitte fir nachfolgende Bauteile

Die BE-Taschen Position im Gurt wird automatisch
vermessen mit der LP-Kamera, um eine exakte
zentriete Abholung des 0201m Bauteils zu erreichen

Gemessener Versatz

Die gemessene Abweichung von BE-
Mitte zu Pipetten Mitte wird fur die
Abholung des néchsten
Bauteils bertcksichtigt

Kompensation
angewandt bei
BE-Abholung
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Faktoren die, die erreichbaren Pad zu Pad Abstande beeinflussen
Schablone Leiterplatte Lotpaste Reflow Lotanlage

Dimensionsstablitat

Material Pulver Typ
Design Kupfer Dicke Viskositét\
Coating Atz Methode Rheoloqie\
Schneid Methode Migrations Gefahr
Offnungs Area Ratio Lotstopp Maske o
Maogliches
» kleinstes
Genauiqkeit/‘ Genauigkeit Abschattung 74 Gap
L P-Unterstiitzung / LP-Unterstutzung L P-Unterstiitzung
Rakel Austhrunq/ Pipetten Design Hoéhen Referenz /
Schablonen Reiniq. / Bestiick Reihenfolge
Drucker Bestick Maschine SPI1/ AQOI

Ein wichtiger Einfluss ist die Genauigkeit der Bestlickung
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AsM &3

Beschreibung der Testleiterplatte fir 0201m

ASM ©201M/@3@15M TEST BOARD V1.9
AT&S LE AMLBB39

174366 807 BB4 74KJIS
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ASM Pad Design Varianten far 0201m

0.24

Pad Design (P1) Pad Design (P2) Pad Design (P3) Pad Design (P4)
0.15mm Breite 0.15mm Breite 0.15mm Breite 0.125mm Breite
0.14mm Lange 0.14mm Lange 0.13mm Lange 0.14mm Lénge.
0.1mm Pad Abstand 0.09mm Pad Abstand 0.09mm Pad Abstand 0.09mm Pad Abstand
0.15 0.15 0.15 0.125
-+ - - - - - -
'y A A &
= i = = i =
v Y y Y Y y Y
2 P - | 2
; = = = =
r f y ¥ $
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file:///C:/_Data/Daten/Themen/03015/Project_Foxconn_2016/Printtest_Type6-pastes/Bilder_Testboard/Video-Varianten2.avi

Perfekt Bedruckt und

préazise Bestiickt. @ 2 @ I1M-P 3

40 Bauteile 0201m
Pro Layout Variante

BO-TM48-50
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file:///C:/_Data/Daten/Themen/03015/Project_Foxconn_2016/Ashmore/60um Stencil/Almit T6 Assembly/Almit T6 Board 6 Placement a.jpg

AsM &3

Lotpaste A/ Typ 6 /60 um Schablone / 0201m-P3-00-TE40-50

Bedruckt Bestickt
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AsM &3

Lotpaste A/ Typ 6 / 60 um Schablone / 0201m-P3-00-TM40-50

Bedruckt Bestlickt Gelo6tet
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AsM &3

Lotpaste A/ Typ 6 /60 um Schablone / 0201m-P3-00-TE60-50

Bedruckt Bestiuckt

FeCCCOOror - CEmrmr
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AsM &3

Lotpaste A/ Typ 6/ 60 um Schablone / 0201m-P3-00-TM60-50

Bedruckt Bestlckt
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ASM &5

Lotpaste A/ Typ 6 / 60 um Schablone / P2-00-TM40-50

Bedruckt Bestlckt
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AsM &3

LP-Design P4 mit 50, 75 und 100 um ,,Pad to Pad* Abstand

ASM Assembly Systems 2/20/2019 | Page 24



N
N~

ASM

©
c
©
o
2]
0
<
e
©
(a
@)
)
©
©
Q.
S
—
(o)
o
-—
©
c
=
o)
N~
=3
0
=
(S
-
(a
c
=z
(7))
(]
'a
al
—

2/20/2019 | Page 25

ASM Assembly Systems




Typischer Schonheits-Fehler
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Layout Grenzen fur 0201m Bauteile

Anzahl
verdrehte BE
16

14
1
1

Fehlerauswertung nach Reflow (60pm Schablone / Lotpaste Typ 6)

o N

.

TM40-50pum TM40-75um TM40—100urﬁ TE40-50pm TE40-75um TE40-100pum | TM60-50pm TM60-75um TM60-100um TE60-50um  TE60-75um TE60-100pm

mP]l mP2 mP3

o N B O @

Im

m M
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Verschwommene Bauteile je Variante nach dem Reflow-Ldten

60 um Schablone / Fehleranzahl je Variante

Pad-Layout P1 P2 P3 P4
Bin um 150 150 150 125
Lin pum 140 140 130 140
Schablonendicke in um AR mit 12,5 um umlaufend Reduktion
50 0,60 0,60 0,57 0,53
60 0,50 0,50 0,48 0,45

15 — - _- 6

10 - = = '«*X Lotpaste B
A— A A 6

5 <R Lotpaste A

0 Lotpaste A
Leiterbahn- und & L& & & &8
Abstandsvarianten & 3 &\@} N 5’3\} ’\bQ \°°Q &S &

¥ W Y

NI\ @Q <& /\<<, Qy ,\@“’ S ®@°

mPl mP2 mP3
Layout Varianten
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Vergleich Lotpasten Typ 5/ Typ 6 - mit 60um Schablone gedruckt

- Nicht arofor al Weniger als 1 % Mindestens 80 % Maximal 10 %
yp icht grolser als sind groRer als sind zwischen sind kleiner als
90 % minimum
. 1
5 30 pm (28 pm) 25 um 25 bis 10 pm oum
90 % minimum
6 20 pm (18 pm)* 15 pm ) 5pm
pum (18 pm) H 15 bis 5 pm .

ASM Assembly Systems
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Berechnungsbeispiel fir resultierende
Lotvolumina abhangig von Schablonen
Dicke und Kugeldurchmesser

Kugeldurchmesser 10pum 18 ym 10 um 18 uym
Max. mdégliche komplette 6 3 7 3
Kugellagen

Max. Prozentuale Fullung =74 % =74% =74% =61 %
der Apertur mit Lot(kugeln)
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Faktoren die die erreichbaren Pad zu Pad Absténde beeinflussen

ZU sSammen faS sun g d er TeStS Schablone Leiterplatte Lotpaste Reflow Létanlage
Material Dimensionsstablitat Pulver Typ
Design Kupfer Dicke Viskositat
Coating \ Atz Methode Rheologie
Schneid Methode
TE-4O TE'6O Offnungs Area Ratio
| Maogliches
kleinstes
igkei Genauigkeit Abschattun Gap
5 U LP-Unterstiitzung LP-Unterstiitzun
Rakel Ausfiihrung Pipetten Design _ Hohen Referenz
TM-40 TM-60 Schablonen Reinig. Bestlick Reihenfolge

Drucker Bestiick Maschine SPI/AOl

» Grolter Einflussfaktor im Test ist das Leiterplattendesign, genauer gesagt die Pad-
Geometrie und wie die Anbindung des Pads durch Leiterbahnen erfolgt.

* Die Auswahl des Lotpasten Typs (5 oder 6), in Zusammenspiel mit der Schablonen-
dicke und das Area Ratio, missen gemeinsam betrachtet werden.

+ Die resultierende Lot Menge muss so bemessen sein, dass es zu keinem Uberangebot
kommt. Nur ,,so viel wie notig” um eine stabile Lotverbindung herzustellen.

» Grol3e Leiterplatten (Nutzen) sind kontraproduktiv wegen der Herstellungsbedingten
Dehnung / Stauchung der Leiterplatte. Bereits 20 bis 30 um / 100 mm LP-L&nge sind
kritisch beim Lotpastendruck.
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» >
. Professional network AS M | I
f In on Xing and LinkedIn NI~
Latest information
on facebook
You
All videos & animations
on YouTube

smart

< ASM Newsletter SMT :g::l:::v

Stay informed via Blog:

Smart SMT Factory Forum

[
a All ASM online tools
7.5 at aglance MyASM

IN

Thank You Together

Name and E-Mail



http://www.smart-smt-factory-forum.com/
http://www.youtube.com/c/ASMSMTSolutions
http://www.xing.com/companies/asmassemblysystems
http://www.linkedin.com/company/asm-assembly-systems
http://www.facebook.com/ASMAssemblySystems
http://www.asm-smt.com/
http://www.asm-smt.com/en/newsletter

